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(57)【要約】
　【課題】　本発明は，放熱効率が高く，低電力で高い
輝度を発揮できるＬＥＤ照明装置（１）を提供すること
を目的とする。
　【解決手段】　本発明は，基本的には，放熱板を露出
させ複数のくぼみ部を形成させることで，乱反射を起こ
して輝度を高めることができるとともに，放熱板の表面
積を広くできるので，放熱性も向上させることができる
という知見や，イトロ処理を施すことで，放熱性を著し
く高めることができるという知見に基づく。本発明のＬ
ＥＤ照明装置（１）は，複数の発光ダイオード（３）と
放熱板（５）とを有する。特に，本発明の第１の側面は
，乱反射を起こすための複数のディンプル（９）を有す
るＬＥＤ照明装置（１）などに関する。そして，放熱板
（５）の表面は，イトロ処理により形成された酸化ケイ
素被膜（６）を有するものが好ましい。
　【選択図】　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の発光ダイオード（３）と，放熱板（５）と，を有するＬＥＤ照明装置（１）であ
って，
 
　前記放熱板（５）は，複数のＬＥＤ設置部（７）を有し，
　前記発光ダイオード（３）は，前記ＬＥＤ設置部（７）に装着され，
 
　前記放熱板（５）は，その表面に複数のくぼみ部（９）を有する，
　
　ＬＥＤ照明装置（１）。
【請求項２】
　前記放熱板（５）の表面は，イトロ処理により形成された酸化ケイ素被膜（６）を有す
る，
　請求項１に記載のＬＥＤ照明装置（１）。
 
【請求項３】
　前記複数のくぼみ部（９）は，ディンプル形状のくぼみ部であり，
　前記放熱板（５）表面のうち，少なくとも５０％以上の部分は露出している，
　請求項１に記載のＬＥＤ照明装置（１）。
 
【請求項４】
　前記ＬＥＤ照明装置（１）は，さらに複数の基板（１１）を有し，
　
　前記基板（１１）は，前記放熱板（５）と密着し，
　前記基板（１１）は，電線固定部（１３）を有し，
　　前記電線固定部（１３）は，前記発光ダイオード（３）の電源線（１５）を，電源供
給線（１７）又は隣接する発光ダイオード（３）の電源線（１５）と接続するとともに，
前記発光ダイオード（３）を前記基板（１１）に固定し，
 
　前記隣接する２つの発光ダイオード（３ａ，３ｂ）を，第１の発光ダイオード（３ａ）
及び第２の発光ダイオード（３ｂ）としたときに，前記第１の発光ダイオード（３ａ）を
固定するための第１の基板（１１ａ）と，前記第２の発光ダイオード（３ｂ）を固定する
ための第２の基板（１１ｂ）とは接続されておらず，
 
　前記第１の基板（１１ａ）と前記第２の基板（１１ｂ）との間を接続する接続基板を有
し，
 
　前記放熱板（５）のうち，前記複数の基板（１１）及び前記接続基板に覆われていない
部分は露出する，
 
　請求項１に記載のＬＥＤ照明装置（１）。
 
【請求項５】
　前記ＬＥＤ照明装置（１）は，さらに複数の基板（１１）を有し，
　
　前記基板（１１）は，前記放熱板（５）と密着し，　
　前記基板（１１）は，電線固定部（１３）を有し，
　　前記電線固定部（１３）は，前記発光ダイオード（３）の電源線（１５）を，電源供
給線（１７）又は隣接する発光ダイオード（３）の電源線（１５）と接続するとともに，
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前記発光ダイオード（３）を前記基板（１１）に固定し，
 
　前記隣接する２つの発光ダイオード（３ａ，３ｂ）を，第１の発光ダイオード（３ａ）
及び第２の発光ダイオード（３ｂ）としたときに，前記第１の発光ダイオード（３ａ）を
固定するための第１の基板（１１ａ）と，前記第２の発光ダイオード（３ｂ）を固定する
ための第２の基板（１１ｂ）とは接続されておらず，前記第１の基板（１１ａ）と前記第
２の基板（１１ｂ）との間に位置する放熱板（５）が露出する，
 
　請求項１に記載のＬＥＤ照明装置（１）。
 
【請求項６】
　複数の発光ダイオード（３）と放熱板（５）とを有するＬＥＤ照明装置（１）であって
，
 
　前記放熱板（５）は，複数のＬＥＤ設置部（７）を有し，
　前記発光ダイオード（３）は，前記ＬＥＤ設置部（７）に装着され，
 
　前記放熱板（５）は，その表面にイトロ処理により形成された酸化ケイ素被膜（６）を
有する，
　
　ＬＥＤ照明装置（１）。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は，放熱効率が高く，低電力で高い輝度を発揮できるＬＥＤ照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　発光ダイオード（ＬＥＤ）は，たとえば，ガラスエポキシ基板や金属基板に装着されて
表示装置に使用される。ＬＥＤが発光すると，熱を発するため，ＬＥＤが高温になること
がある。特に複数のＬＥＤを有する表示装置では，温度が高くなるという問題がある。こ
のため，ＬＥＤが高温になる事態を防止するために，基板を放熱板に固定することが行わ
れている。
【０００３】
　たとえば，特開２００６－０１８１７５号公報（下記特許文献１）では，放熱板の前面
に，基板を介して複数の発光ダイオードを連結し，後面にはフィン部を連結する表示装置
が開示されている。この表示装置は，このように，放熱板にフィンにより通風して放熱効
率を高めている。
【０００４】
　しかしながら，この表示装置は，フィン部を駆動するために電力を消費する。また，基
板と放熱板との熱伝導性が異なるため，効果的に放熱できない。さらに，基板が放熱板を
覆っているため，放熱板の一面からしか放熱できない。されらに，基板と発光ダイオード
とを接続するためにシリコンが用いられる。このシリコンは，断熱性を有するため，発光
ダイオードの熱が放熱板に伝わる事態を防止する。このため，放熱効率が益々悪化した。
【特許文献１】特開２００６－０１８１７５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は，放熱効率が高く，低電力で高い輝度を発揮できるＬＥＤ照明装置（１）を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
　本発明は，基本的には，放熱板を露出させ複数のくぼみ部を形成させることで，乱反射
を起こして輝度を高めることができるとともに，放熱板の表面積を広くできるので，放熱
性をも向上させることができるという知見に基づく。このような知見に基づき，本発明で
は，プリント基板を用いないか，又はプリント基板を必要最小限の幅を有するものとする
。また，本発明は，イトロ処理を施すことで，放熱性を著しく高めることができるという
知見に基づく。
【０００７】
　本発明の第１の側面は，ＬＥＤ照明装置（１）に関する。このＬＥＤ照明装置（１）は
，複数の発光ダイオード（３）と放熱板（５）とを有する。特に，本発明の第１の側面は
，乱反射を起こすための複数のディンプル（９）を有するＬＥＤ照明装置（１）などに関
する。
【０００８】
　放熱板（５）は，複数のＬＥＤ設置部（７）を有する。このＬＥＤ設置部（７）は，発
光ダイオードを放熱板に固定するためのものである。放熱板（５）は，その表面に複数の
くぼみ部（９）を有する。放熱板（５）の表面は，イトロ処理により形成された酸化ケイ
素被膜（６）を有するものが好ましい。イトロ処理により形成された酸化ケイ素被膜（６
）を有することで，放熱効果が高まる。そして，発光ダイオード（３）は，ＬＥＤ設置部
（７）に装着される。
【０００９】
　このように，放熱板（５）が複数のくぼみ部（９）を有するため，発光ダイオードから
の光が，このくぼみ部（９）において乱反射する。これにより，ＬＥＤ照明装置（１）の
発光効率が格段に高まる。また，くぼみ部（９）により放熱板の表面積が広くなる。この
ため，放熱板（５）の放熱効率を高めることができる。
【００１０】
　複数のくぼみ部（９）は，ディンプル形状のくぼみ部であることが好ましい。このよう
な曲面を有するくぼみ部であれば，発光ダイオードからの光を乱反射させることができる
ため，ＬＥＤ照明装置（１）の発光効率が格段に高まる。
【００１１】
　放熱板（５）表面のうち，少なくとも５０％以上の部分は露出していることが好ましい
。ここで，放熱板（５）表面とは，放熱板（５）の表面のうち，発光ダイオードの発光部
が存在する表面を意味する。従来のＬＥＤ照明装置では，放熱板（５）の表面が，たとえ
ば，プリント基板（１１）で覆われている。本発明では，放熱板（５）の表面が露出して
いるため，放熱板（５）を乱反射板として用いることができる。さらに，放熱板（５）の
裏面のみならず，放熱板（５）表面においても，有効に放熱を行うことができることとな
る。
【００１２】
　本発明のＬＥＤ照明装置（１）は，さらに複数の基板（１１）を有してもよい。この基
板（１１）は，たとえば，プリント基板である。そして，基板（１１）は，放熱板（５）
と密着する。また，基板（１１）は，電線固定部（１３）を有する。電線固定部（１３）
は，発光ダイオード（３）の電源線（１５）を，電源供給線（１７）又は隣接する発光ダ
イオード（３）の電源線（１５）と接続する。また，電線固定部（１３）は，発光ダイオ
ード（３）を前記基板（１１）に固定する。
【００１３】
　ここで，隣接する２つの発光ダイオード（３ａ，３ｂ）を，第１の発光ダイオード（３
ａ）及び第２の発光ダイオード（３ｂ）とする。すると，第１の発光ダイオード（３ａ）
を固定するための第１の基板（１１ａ）と，第２の発光ダイオード（３ｂ）を固定するた
めの第２の基板（１１ｂ）とは接続されていない。すなわち，通常のＬＥＤ照明装置であ
れば，一つのプリント基板に複数の発光ダイオードが装着される。本発明の別の好ましい
ＬＥＤ照明装置は，基板が発光ダイオードごとに独立している。
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【００１４】
　そして，本発明の好ましいＬＥＤ照明装置は，第１の基板（１１ａ）と第２の基板（１
１ｂ）との間を接続する接続基板を有する。そして，放熱板の表面の内，複数の基板（１
１）及び接続基板に覆われていない部分は露出する。
【００１５】
　また，第１の基板（１１ａ）と第２の基板（１１ｂ）との間に位置する放熱板（５）が
露出するものも好ましい。よって，通常のＬＥＤ照明装置と異なり，発光ダイオードの間
の表示側の放熱板も光の乱反射に寄与する。さらに，放熱板が露出するので，放熱効率も
高まる。
【００１６】
　本発明の第２の側面は，ＬＥＤ照明装置（１）に関する。そして，このＬＥＤ照明装置
は，複数の発光ダイオード（３）と放熱板（５）とを有する。第２の側面のＬＥＤ照明装
置（１）は，放熱板（５）の表面にイトロ処理により形成された酸化ケイ素被膜（６）を
有する。このため，放熱効率を高めることができる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば，放熱効率が高く，低電力で高い輝度を発揮できるＬＥＤ照明装置（１
）を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下，図面に基づいて本発明を実施するための最良の形態について説明する。図１は，
本発明の発光ダイオード照明装置を説明するための概念図である。図１に示されるように
，本発明の第１の側面は，ＬＥＤ照明装置（１）に関する。「ＬＥＤ照明装置」は，発光
ダイオードを含む照明装置を意味する。すなわち，ＬＥＤ照明装置は，発光ダイオードを
光源とする照明装置に関する。特に，本発明の第１の側面は，乱反射を起こすための複数
のディンプルを有するＬＥＤ照明装置（１）などに関する。
【００１９】
　そして，このＬＥＤ照明装置（１）は，複数の発光ダイオード（３）と放熱板（５）と
を有する。発光ダイオードは，公知のものを適宜用いればよい。放熱板（５）の材質は，
たとえば，アルミ板があげられる。放熱板（５）の厚さは，用途に応じて適宜調整すれば
よい。本発明では，放熱板をも反射板や乱反射板として用いる。このため，少なくとも放
熱板（５）表面は，鏡面加工を施されているものが好ましい。放熱板（５）が鏡面加工さ
れた表面を有する場合は，発光ダイオードから発せされた光を効果的に反射させることが
できる。
【００２０】
　放熱板（５）は，複数のＬＥＤ設置部（７）を有する。このＬＥＤ設置部（７）は，発
光ダイオードを放熱板に固定するためのものである。よって，ＬＥＤ設置部（７）が円筒
状の孔部である場合，その円筒の直径は，発光ダイオードの幹部がはまる大きさであれば
よい。ＬＥＤ設置部（７）は，四角柱状の孔部であってもよいし，楕円柱状の孔部であっ
てもよいし，多角形柱状の孔部であってもよい。また，孔部は，貫通していてもよい。孔
部が貫通している場合，放熱板（５）の裏面で，配線がなされることが好ましい。発光ダ
イオードを放熱板に固定できるのであれば，孔部は貫通していなくてもよい。
【００２１】
　放熱板（５）は，その表面に複数のくぼみ部（９）を有する。複数のくぼみ部（９）は
，ディンプル形状のくぼみ部であることが好ましい。なお，放熱板（５）の表面のうち，
発光ダイオードの発光部に面した面にくぼみ部が形成されることが好ましい。このような
曲面を有するくぼみ部であれば，発光ダイオードからの光を乱反射させることができるた
め，ＬＥＤ照明装置（１）の発光効率が格段に高まる。なお，くぼみ部（９）の大きさは
，乱反射を惹き起こすことができる大きさや深さであればよい。具体的には，直径０．５
ｍｍ以上２ｍｍ以下などがあげられる。また，くぼみ部の深さは，たとえば，０．１ｍｍ
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以上２ｍｍ以下があげられる。もちろん，くぼみ部の大きさや深さは，用途やＬＥＤ照明
装置の規模に応じて適宜調整すればよい。
【００２２】
　複数のくぼみ部（９）は，ランダムに形成されたものであることが好ましい。複数のく
ぼみ部（９）がランダムに形成されるので，発光ダイオードからの光を効果的に乱反射さ
せることができる。もちろん，複数のくぼみ部（９）は，放熱板（５）表面の格子点状に
設けられてもよい。複数のくぼみ部（９）は，放熱板の表面全体に設けられることが好ま
しい。もっとも，放熱板（９）の縁の部分については，ＬＥＤ照明装置を容易に取り扱う
ことができるようにするためくぼみ部（９）が設けられていなくてもよい。複数のくぼみ
部（９）が設けられる領域は，放熱板（５）表面の５０％以上であることが好ましく，９
０％以上であることがより好ましい。ランダムなくぼみ部（９）は，たとえば，放熱板を
先端が丸い釘でたたくことにより形成してもよい。また，所定の設計パターンを有する金
型を押し当ててくぼみ部を形成してもよい。ランダムなくぼみ部（９）は，たとえば，ぐ
しゃぐしゃにした金属薄膜を放熱板に貼り付けることにより形成してもよい。
【００２３】
　放熱板（５）表面のうち，少なくとも５０％以上の部分は露出していることが好ましい
。ここで，放熱板（５）表面とは，放熱板（５）の表面のうち，発光ダイオードの発光部
が存在する表面を意味する。従来のＬＥＤ照明装置では，放熱板（５）の表面が，たとえ
ば，プリント基板（１１）で覆われている。本発明では，放熱板（５）の表面が露出して
いるため，放熱板（５）を乱反射板として用いることができる。さらに，放熱板（５）の
裏面のみならず，放熱板（５）表面においても，有効に放熱を行うことができることとな
る。
【００２４】
　放熱板（５）の表面は，イトロ処理により形成された酸化ケイ素被膜（６）を有するも
のが好ましい。イトロ処理により形成された酸化ケイ素被膜（６）を有することで，放熱
効果が高まる。イトロ処理は，たとえば，特開２００８－１１４３８４号公報に記載され
るとおり公知である。そして，イトロ処理の例は，バーナーによる酸化炎を介して対象物
の表面に酸化ケイ素膜を形成する表面処理や，紫外線を用いて対象物の表面に酸化ケイ素
膜を形成する表面処理があげられる。また，イトロ液を塗布することにより酸化ケイ素被
膜を形成してもよい。
【００２５】
　そして，発光ダイオード（３）は，ＬＥＤ設置部（７）に装着される。
【００２６】
　このように，放熱板（５）が複数のくぼみ部（９）を有するため，発光ダイオードから
の光が，このくぼみ部（９）において乱反射する。これにより，ＬＥＤ照明装置（１）の
発光効率が格段に高まる。また，くぼみ部（９）により放熱板の表面積が広くなる。この
ため，放熱板（５）の放熱効率を高めることができる。
【００２７】
　図２は，ＬＥＤ設置部が放熱板を貫通している場合のＬＥＤ照明装置を説明するための
図である。図２Ａは，放熱板の例を示す。図２Ｂは，ＬＥＤ照明装置の例を示す。図２Ａ
Ｂに示されるように，本発明のＬＥＤ照明装置（１）は，さらに複数の基板（１１）を有
してもよい。もちろん，本発明のＬＥＤ照明装置（１）は，基板を有さないものであって
もよい。この基板（１１）は，たとえば，プリント基板である。そして，基板（１１）は
，放熱板（５）と密着する。また，基板（１１）は，電線固定部（１３）を有する。電線
固定部（１３）は，発光ダイオード（３）の電源線（１５）を，電源供給線（１７）又は
隣接する発光ダイオード（３）の電源線（１５）と接続する。また，電線固定部（１３）
は，発光ダイオード（３）を前記基板（１１）に固定する。通常の発光ダイオードは，こ
の基板を用いて，発光ダイオード間の電力の授受を行う。このため，放熱板表面は，基板
に覆われている。放熱板表面が基板に覆われているので，放熱板からの放熱効率が悪化す
る。また，放熱板表面が基板に覆われているので，発光ダイオードから発光した光を基板
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表面が吸収する。この結果，通常の発光ダイオードは，輝度が失われ，熱も発生する。
【００２８】
　ここで，隣接する２つの発光ダイオード（３ａ，３ｂ）を，第１の発光ダイオード（３
ａ）及び第２の発光ダイオード（３ｂ）とする。すると，第１の発光ダイオード（３ａ）
を固定するための第１の基板（１１ａ）と，第２の発光ダイオード（３ｂ）を固定するた
めの第２の基板（１１ｂ）とは接続されていない。すなわち，通常のＬＥＤ照明装置であ
れば，一つのプリント基板に複数の発光ダイオードが装着される。しかし，本発明の好ま
しいＬＥＤ照明装置では，基板（１１）が発光ダイオードごとに独立している。このため
，第１の基板（１１ａ）と第２の基板（１１ｂ）との間に位置する放熱板（５）が露出す
る。図２Ｂにおいて符号２１は，基板により覆われず露出した放熱板（５）の部分を示す
。よって，通常のＬＥＤ照明装置と異なり，発光ダイオードの間の表示側の放熱板の放熱
効率も高まる。なお，基板（１１）が，放熱板（５）表面に設けられる場合は，基板によ
って覆われずに露出する放熱板（５）表面の部分が増えるため，発光効率をもあげること
ができる。
【００２９】
　また，本発明の好ましいＬＥＤ照明装置は，第１の基板（１１ａ）と第２の基板（１１
ｂ）との間を接続する接続基板を有する。この接続基板は，第１の基板（１１ａ）と第２
の基板（１１ｂ）との間を電気的に接続するために最小限の幅を有するものである。この
接続基板は，いわゆるプリント基板を用いることができる。接続基板の幅の例は，発光ダ
イオードの幅と同一程度である。そして，放熱板の表面のうち，複数の基板（１１）及び
接続基板に覆われていない部分は露出する。よって，通常のＬＥＤ照明装置と異なり，発
光ダイオードの間の表示側の放熱板の放熱効率も高まる。なお，基板（１１）が，放熱板
（５）表面に設けられる場合は，基板によって覆われずに露出する放熱板（５）表面の部
分が増えるため，発光効率をもあげることができる。
【００３０】
　本発明の第２の側面は，ＬＥＤ照明装置（１）に関する。そして，このＬＥＤ照明装置
は，複数の発光ダイオード（３）と放熱板（５）とを有する。第２の側面のＬＥＤ照明装
置（１）は，放熱板（５）の表面にイトロ処理により形成された酸化ケイ素被膜（６）を
有する。このため，放熱効率を高めることができる。この第２の側面のＬＥＤ照明装置（
１）は，先に説明した第１の側面のＬＥＤ照明装置の構成を適宜採用できる。
【００３１】
　次に，本発明のＬＥＤ照明装置の製造方法の例を説明する。本発明のＬＥＤ照明装置は
，公知のＬＥＤ照明装置において用いられている部品を用いることができる。アルミ製の
放熱板の片面を鏡面仕上げする。この鏡面仕上げは任意である。また，その上で，等間隔
となるように孔部を設ける。この孔部は，将来発光ダイオードが装填される部位である。
そして,孔部が設けられた放熱板に釘を用いてランダムに複数のディンプルを形成する。
なお，複数のディンプルを形成した後，孔部を形成してもよい。次に，イトロ処理を施し
て，イトロ処理による酸化ケイ素被膜（６）を形成する。この際，特にディンプル内にも
酸化ケイ素被膜（６）が形成されるように留意する。
【００３２】
　孔部はたとえば，貫通孔である。この場合，発光ダイオードを，貫通孔を通す。放熱板
の裏面には，発光ダイオードを固定する基板が存在する。この基板は，発光ダイオードご
とにある。そして，基板では発光ダイオードの電源線が，電源供給線と固定されている。
これにより，電源から発光ダイオードへと電力を供給できる。また，発光ダイオードの電
源線が，隣接する発光ダイオードの電源線と接続されていてもよい。これにより，隣接す
る発光ダイオードにも電力を供給できることとなる。
【００３３】
　本発明のＬＥＤ照明装置は，照明装置である。よって，本発明のＬＥＤ照明装置は，た
とえば，屋外街頭，各種照明として使用できる。
【実施例１】
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【００３４】
　ディンプル状のくぼみ部による輝度向上検証実験
　ディンプル状のくぼみ部により輝度が向上することを検証するため，以下の実験を行っ
た。まず，ディンプル状のくぼみ部を有さない放熱板と，ディンプル状のくぼみ部を有す
る放熱板とを用意した。図３は，実施例１において作成した放熱板を示す図面に替わる写
真である。図３において，左の放熱板は対照実験用の放熱板である。図３において右の放
熱板には，４つの貫通孔の周りには複数のランダムなディンプル状のくぼみ部が設けられ
ている。
【００３５】
　次に，放熱板の４つの貫通孔に発光ダイオードの胴体部分を通した。図４は，放熱板の
裏面における電源線を接続した様子を示す図面に替わる写真である。図４に示されるよう
に，放熱板の裏面に発光ダイオードごとに基板を用意した。また，発光ダイオードの電源
線間を，プリント基板を用いて電気的に接続した。なお，プリント基板は，隣接する発光
ダイオードのベース部分を接続する部位にのみ存在させ，接続基板として最小限の幅のみ
を有するものとした。
【００３６】
　図５は，複数のくぼみ部を有する放熱板を用いたＬＥＤ照明装置が発光する様子を示す
図面に替わる写真である。図６は，くぼみ部を形成しない放熱板を用いたＬＥＤ照明装置
が発光する様子を示す図面に替わる写真である。図５と図６とを比較すると，くぼみ部を
有する放熱板を用いることで，放熱板全体が明るく光ることや，全体として輝度が格段に
高まることがわかる。
【実施例２】
【００３７】
　プリント基板を用いない配線
　次に，プリント基板を用いずに配線を行った。図７は，５個の発光ダイオードの電源線
を，プリント基板を用いずに接続した例を示す図面に替わる写真である。プリント配線を
用いていないため各発光ダイオード間の放熱板が露出している。
【実施例３】
【００３８】
　放熱性検証実験
　次にイトロ処理による放熱性を検証する実験を行った。
　図８は，放熱性試験の結果を示す図面に替わるグラフである。図８に示されるように，
放熱板の裏面をイトロ焼付したものや，放熱板の裏面をイトロ液によりイトロ処理したも
のは，極めて放熱性が向上するといえる。また，放熱板の表面をイトロ焼付したものや，
放熱板の表面をイトロ液によりイトロ処理したものも，放熱性が向上することがわかる。
なお，この実施例では，比較実験として，イトロ処理を施していないものの放熱性につい
ても検討した。放熱板の裏面のアルミニウムが露出しているもののイトロ処理を施してい
ないもの，放熱板の裏面のみに放熱用シリコン層を形成したもの，表面及び裏面のアルミ
ニウムを露出させたもの，表面及び裏面に放熱用シリコン層を形成したものについても放
熱性を検討した。比較実験に比べてイトロ処理を施したものは，放熱性が格段に高まるこ
とがわかる。
【産業上の利用可能性】
【００３９】
　本発明は，発光ダイオードを用いた照明装置に関するので，照明機器の分野で利用され
うる。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】図１は，本発明の発光ダイオード照明装置を説明するための概念図である。
【図２】図２は，ＬＥＤ設置部が放熱板を貫通している場合のＬＥＤ照明装置を説明する
ための図である。図２Ａは，放熱板の例を示す。図２Ｂは，ＬＥＤ照明装置の例を示す。



(9) JP 2010-15730 A 2010.1.21

10

20

【図３】図３は，実施例１において作成した放熱板を示す図面に替わる写真である。
【図４】図４は，放熱板の裏面における電源線を接続した様子を示す図面に替わる写真で
ある。
【図５】図５は，複数のくぼみ部を有する放熱板を用いたＬＥＤ照明装置が発光する様子
を示す図面に替わる写真である。
【図６】図６は，くぼみ部を形成しない放熱板を用いたＬＥＤ照明装置が発光する様子を
示す図面に替わる写真である。
【図７】図７は，５個の発光ダイオードの電源線を，プリント基板を用いずに接続した例
を示す図面に替わる写真である。
【図８】図８は，放熱性試験の結果を示す図面に替わるグラフである。
【符号の説明】
【００４１】
１　ＬＥＤ照明装置
３，３ａ，３ｂ　発光ダイオード
５　放熱板
６　酸化ケイ素被膜
７　ＬＥＤ設置部
９　くぼみ部
１１，１１ａ，１１ｂ　基板
１３　電線固定部
１５　電源線
１７　電源供給線
２１　放熱板の露出した部分
 

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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【図６】

【図７】

【図８】

【手続補正書】
【提出日】平成20年10月6日(2008.10.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の発光ダイオード（３）と，放熱板（５）と，を有するＬＥＤ照明装置（１）であ
って，
 
　前記放熱板（５）は，複数のＬＥＤ設置部（７）を有し，
　前記発光ダイオード（３）は，前記ＬＥＤ設置部（７）に装着され，
 
　前記放熱板（５）は，その表面に複数のくぼみ部（９）を有し，
 
　前記放熱板（５）の表面は，イトロ処理により形成された酸化ケイ素被膜（６）を有す
る，
 
　ＬＥＤ照明装置（１）。
【請求項２】
　前記複数のくぼみ部（９）は，ディンプル形状のくぼみ部であり，
　前記放熱板（５）表面のうち，少なくとも５０％以上の部分は露出している，
　請求項１に記載のＬＥＤ照明装置（１）。
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【請求項３】
　前記ＬＥＤ照明装置（１）は，さらに複数の基板（１１）を有し，
　
　前記基板（１１）は，前記放熱板（５）と密着し，
　前記基板（１１）は，電線固定部（１３）を有し，
　　前記電線固定部（１３）は，前記発光ダイオード（３）の電源線（１５）を，電源供
給線（１７）又は隣接する発光ダイオード（３）の電源線（１５）と接続するとともに，
前記発光ダイオード（３）を前記基板（１１）に固定し，
 
　前記隣接する２つの発光ダイオード（３ａ，３ｂ）を，第１の発光ダイオード（３ａ）
及び第２の発光ダイオード（３ｂ）としたときに，前記第１の発光ダイオード（３ａ）を
固定するための第１の基板（１１ａ）と，前記第２の発光ダイオード（３ｂ）を固定する
ための第２の基板（１１ｂ）とは接続されておらず，
 
　前記第１の基板（１１ａ）と前記第２の基板（１１ｂ）との間を接続する接続基板を有
し，
 
　前記放熱板（５）のうち，前記複数の基板（１１）及び前記接続基板に覆われていない
部分は露出する，
 
　請求項１に記載のＬＥＤ照明装置（１）。
 
【請求項４】
　前記ＬＥＤ照明装置（１）は，さらに複数の基板（１１）を有し，
　
　前記基板（１１）は，前記放熱板（５）と密着し，　
　前記基板（１１）は，電線固定部（１３）を有し，
　　前記電線固定部（１３）は，前記発光ダイオード（３）の電源線（１５）を，電源供
給線（１７）又は隣接する発光ダイオード（３）の電源線（１５）と接続するとともに，
前記発光ダイオード（３）を前記基板（１１）に固定し，
 
　前記隣接する２つの発光ダイオード（３ａ，３ｂ）を，第１の発光ダイオード（３ａ）
及び第２の発光ダイオード（３ｂ）としたときに，前記第１の発光ダイオード（３ａ）を
固定するための第１の基板（１１ａ）と，前記第２の発光ダイオード（３ｂ）を固定する
ための第２の基板（１１ｂ）とは接続されておらず，前記第１の基板（１１ａ）と前記第
２の基板（１１ｂ）との間に位置する放熱板（５）が露出する，
 
　請求項１に記載のＬＥＤ照明装置（１）。
 
【請求項５】
　複数の発光ダイオード（３）と放熱板（５）とを有するＬＥＤ照明装置（１）であって
，
 
　前記放熱板（５）は，複数のＬＥＤ設置部（７）を有し，
　前記発光ダイオード（３）は，前記ＬＥＤ設置部（７）に装着され，
 
　前記放熱板（５）は，その表面にイトロ処理により形成された酸化ケイ素被膜（６）を
有する，
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　ＬＥＤ照明装置（１）。
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